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前  言
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蓝宝石衬底片翘曲度测试方法

1 范围

本标准规定了蓝宝石切割片、研磨片、抛光片(以下简称蓝宝石衬底片)翘曲度的测试方法。
本标准适用于直径50.8mm~304.8mm,厚度为不小于200μm的蓝宝石衬底片翘曲度的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T6620 硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
翘曲度 warp
自由无夹持晶片中位面与中位面基准平面之间的最大和最小距离的差值。

3.2
中位面基准平面 mediansurfacereferenceplane
由指定的小于晶片标称直径的直径圆周上的3个等距离点决定的平面。

4 方法提要

4.1 接触式测试

将蓝宝石衬底片置放在基准环的3个支点上,3支点形成一个基准平面,利用低压力位移指示器沿

规定路径测量蓝宝石衬底片偏离基准平面的距离,记录成对位移指示器的读数并求其差值,针对一系列

成对数值的差值取其最大值与最小值的差值除以2,该得值即表示衬底片的翘曲度。

4.2 非接触式测试

将蓝宝石衬底片置放在基准环的3个支点上,3支点形成一个基准平面,利用非接触式位移传感器

沿规定路径测量蓝宝石衬底片偏离基准平面的距离,记录成对位移指示器的读数并求其差值,针对一系

列成对数值的差值,取其最大值与最小值的差值除以2,该得值即表示衬底片的翘曲度。

4.3 白光干涉式测试

激光照射蓝宝石衬底片表面,光经过反射相互叠加干涉,干涉图经光学成像系统记录,开始高低形

貌测量;物镜在Z 轴方向上不断微小的移动,在每个移动位置上,光学成像系统进行拍照收集图片,形
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